Teljesitmenyelektronika
Hatoborda meretezese




Hoterjedés formai
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A héterjedési folyamatok harom
nagy csoportra oszthatok. (az
emlitett formak onalld
megjelenése ritka, altalaban ezek
kombinacidjardl beszélhetlink):

* Hobvezetés (conduction)
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* Segitség a képletekhez:

g A hSaram [W; * Konvekcid (convection)
A Azilletd anyag héellenallasa [W/mK]; q = hA(T, — Ty,)
A Vizsgalt feliilet nagysaga [m?]; * H8sugarzas (radiation)
[Tk”];A h6forrds hémérséklete (pl. lemez) G = GAT*
T.. A mozgd kdzeg h6mérséklete [K]; Fekete testek

o Stefan-Boltzmann dllandé (5,67e-8 E

W/m2K4); — = €

€ Emmisszivitasi tényez6 Eb

E Fekete test
Eb Szirke test




Hatobordak felepitése

P, . — Az eldisszipalandd Rthjc ~ Rthcs  Rthah
o - e e P T
hémennyiséeg
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Rinjc — A félvezet6lapka
héellenallasa (kataldogusadat)

Rines — A félvezetd és a hiit6felllet
kozotti ellenallas (a szerelés
min&sége hatarozza meg)

Rinan — @ hltéfelllet és a
kdrnyezeti levegb kozotti
héellenallas nagysaga (h(itéborda
jellemzdje)

T, — A kérnyezet h6mérséklete




Példa

* Adatok:

A MOSFET-unk tokozasa TO-247

A rajta keletkez6 h6veszteség: P, . .=5W
A MOSFET kristaly maximalis
hémerseklete: T;y;Ax=150°C

Rinje= 0,35°C/W

A kornyezeti h6mérséklet: T, = 40°C

* Milyen bordat valasszunk?

Power Dissipation

P 357 W
P Derate Above 25°C 2.85 WroC
T, TsTe | Operating and Storage Temperature -55to + 150 °Cc
Raic Maximum Thermal Resistance Junction to Case 0.35 °CW
ReJa Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient (Note 4) 40 °C/W

Megjegyzés: Az RthJA altalaban fellletszerelt kivitel esetén mérvado.




Szamitas

* Rynes Ertéke a szereléstdl fugg, ezt el6re nem lehet meghatarozni

* A szikséges borda héellenallasa:

150°C — 40°C C
Rthah — ( max__ a) ( ) - 23,650—
Piot — Renjie - 5W —0,35°C/W 14
* Mivel a tok és a hlt6borda kozotti ellenallast elhanyagoltuk, igy az
Rinan-ra kapott érteknel KISEBB héellenallasu bordat kell
valasztanunk

FEATURES
«\/ertical through-hole PCB mounting

*E3A-T220-25E has a 8-32 threaded mounting hole
for a bridge rectifier in a D34 type square package

* The thickened side fins can be used to secure the
heat sink to a side wall or to mount T0-220"s

* Threaded mounting holes

SERIES SPECIFICATIONS

For Ohmite Surface Thermal
Heatsink Package Resistor Area Weight Resistance*
Part Number Type Series (in2 /mm2) (0z./9) (°C/W)
E2A-T220-38E TO-220 TBH, TCH 7.96/5129 0.40/11.21 14.0
E2A-T220-25E TO-220 TBH, TCH 5.30 /2419 026/7.5 16.4
E2A-T247-38E TO-247 TEH100 7.95/5129 0.40/11.21 14.0
E3A-T220-25E D34 9.4 / 6064 0.60/17.0 124

*Natural convection at 5W dissipation




PCB hités

* Amennyiben kisebb
disszipacioérdl van szé (hely és
anyagi takarékossag miatt),
hasznalhatunk PCB h(tést is

* Ekkor nem alkalmazunk kilén

hit6bordat, hanem a PCB-n
alakitjuk ki

Material Thermal conductivity [W/mK]
Silver 429

Cooper 360

Aluminium 204

Iron 73

Transfer adhesive 0.20-0.90

FR4 0.30

Air 0.026

Forras: https://www.we-online.com



PCB hités kialakitas

Convection Thermovia
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Convection

Thermal conductivity Thermal resistance Rr,,
Without thermovias 118 KW
9 thermovias 74 KW
microvias and buried vias 3.7 KW

Forras: https://www.we-online.com




Viz (folyadek) hités

° 77 .e R
Helicoidal flow E|0ny0k.
paths in cylindrical Hatékonyabb

annulus regions

Kisebb hitétonk
* Hatranyok:
Komplikaltabb

Esetleges
sérilés/anyagfaradas
esetén a viz/h(t6folyadék
érintkezik az aramkorrel

Courtesy Aavid

Dragabb egy bordas
hdtéshez képest
[s)




